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最
新
の
部
品
内
蔵
技
術1. はじめに

　これまで電子機器の多機能化や軽薄短小化に向け，LSI
パッケージやチップ部品の小型化が取り組まれてきたが，
近年はさらなる小型化に向けて三次元実装技術の開発が進
められている。とりわけ部品内蔵配線板技術は，プリント
配線板に表面実装していた部品を内層に取り込むことがで
きるため，部品点数を減らすことなくプリント配線板面積
を縮小することができる。加えて，部品間の配線長を短縮
することができるため高周波特性の向上が見込める 2)。

2. めっき接続技術を用いたチップ部品内蔵配線板の
概要

2.1	 製品動向

　部品内蔵配線板市場は，携帯電話向けカメラモジュール
を筆頭に，機能モジュールおよび高周波モジュールが牽引
してきた。これに加えて，最近は高信頼性が要求されるプ
ロセッサや半導体メモリ用のサブストレート向けにめっき
接続を用いたチップ部品内蔵配線板の量産化が開始されて
いる。
　これらは一定のプリント配線板面積が確保されているた
め，受動部品を内蔵することにより，電源インピーダンス
や配線インダクタンスなどの特性向上を目的としている。
また，表面実装部品を内蔵することにより空いたスペース
に半導体メモリを追加でき，メモリ容量の増大という高機
能化をもたらしている。以下に，これらのサブストレート
の製品化において得られた諸特性を紹介する。
2.2	 チップ部品内蔵配線板の構造

　サブストレート向けチップ部品内蔵配線板の断面写真を
図 1に示す。多層配線板の中央部に，最小部品間距離 0.5 mm
程度で薄型チップ部品を内蔵し，マイクロビアにより銅電
極チップ部品と配線が接続される。マザーボードサイズの
プリント配線板一台あたりに百個以上のチップ部品が内蔵
されている。
　このめっき接続を用いた部品内蔵配線板技術は，プリン

ト配線板製造で一般的に用いられるレーザ加工や銅めっき
装置を活用できるため，プリント配線板製造プロセスとの
親和性が極めて高い 1),2)。
2.3	 マイクロビアとチップ部品銅電極の整合位置精度

　めっき接続技術を用いた部品内蔵配線板の製造プロセス
では，内蔵部品の銅電極をターゲットパッドにみたてレー
ザ加工を行ない，マイクロビアによる銅電極チップ部品と
配線の接続を形成する。この場合，部品搭載時の部品実装
位置ズレを含むため，一般的なプリント配線板におけるマ
イクロビアとターゲットパッドの整合と比較し，部品内蔵
配線板におけるマイクロビアと銅電極の整合は，より厳し
い整合精度が要求される。
　十分な接続信頼性を得るためには，図 1中央の左右銅電
極の下面電極上に図 1のマイクロビアが位置し，下面電極
の外側にずれないようにする必要がある。図 2にマイクロ
ビアとチップ部品銅電極の整合精度を測定した結果を示
す。製品生産ロットにおける整合精度は ±0.03 mm以内で
あった。本製品は銅電極の幅が 0.25 mm程度である 1005サ
イズのチップ部品を内蔵している。よって，要求される整
合精度 ±0.075 mmに対して ±0.03 mmで製造できており，
十分な工程能力がある 1),2)。
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図 1.　チップ部品内蔵配線板の断面写真


